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1 CiS - Ein Uberblick

Gemeinniitzige privatrechtliche Forschungseinrichtung (GmbH)

Griindung 1993

Gesamtleistung 2016 15,0 Mio. €
- Offentliche Forschungsprojekte 50 %
* Industrielle Auftragsforschung und Fertigung 50 %

» Keine Grundfinanzierung

Mitarbeiter 2016 120

* F&E 91

» Facharbeiter, Assistenten 29
Flachen

* Reinraum Klasse 10 100 m?

* Reinraum Klasse 100 500 m?

* Reinraum Klasse 10.000 1.000 m?
* Klimatisierte Labore 1.000 m?
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1 CiS - Ein Uberblick

www.cismst.de
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1 CiS - Ein Uberblick

Unternehmensstrategie
Unterstlitzung bei der Entwicklung und Industrialisierung technischer und
technologischer Innovationen in der Mikrosensorik

Qualifizierung neuer Ergebnisse der Grundlagenforschung in offentlichen Projekten
unter besonderer Beachtung der industriellen Produzierbarkeit

Risiko-Minimierung fur den Transfer in industrielle Anwendungen

Produktion von Prototypen und Kleinserien e entwickelter Mikrosensoren

Hochwertig - Zuverlassig - Langzeitstabil
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1 CiS - Ein Uberblick

Simulation
und Design

Wafer-Technologie

Aufbau- und

Verbindungstechnik Zertifikat
QM System
DIN EN ISO
9001-2015

Messtechnik und Analytik
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1 CiS - Ein Uberblick

spezifische
Sensoren

Forschung
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2 Motivation

Quelle: Matthias Finke, ,,Industrie 4.0 Sensor-Losungen fiir Windenergieanlagen®,
2. Windenergie Technologiekonferenz, Bad Pyrmont, 19.-20. Februar 2018
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3 Innovationspotential von Mikrosensoren

(Korrosionsfestigkeit)

* Messung am Ort des Geschehen
incl. Erfassung weiterer MessgroBen fur Prozess (Multisensorik)

* Verringerte Artefakte auf Prozess (elektr., geometr., therm., ..... Interface) In-line

» Geringe Masse (Einschwingverhalten)

* Einsatz unter harschen Umgebungsbedingungen (neue Applikationsfelder) Modulation/
* Verringerung von Quereinflussen (Kalibrierintervall) Signalqualitéit
» Signifikant hohere
* Langzeitstabilitat (Material, Referenzen- Drucksensorik) Miniaturisierung

* Vor-Ort Fehlerkorrektur/-kompensation (Multisensorik)
* Reduzierter Leistungsverbrauch (autark)

* Drahtlose Datenubertragung
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4 Innovative mikrosensorische Komponenten

Messgrofe Druck | L . Lubrication

) Kraft

in WEA- ) .

Branche Beschleunigung Vibration Partialdruck

Temperatur
Position Drehzahl

Schnittstelle

(Auswahl) _

Sensorische
Komponente

Piezo-resistive Opto-elektronische
Komponente Komponente

© 2018 CiS Forschungsinstitut fir Mikrosensorik GmbH 27. Windenergietage, 6.-8.November 2018, Linstow 10



/ Spannungsanalyse und Desigh K \

mittels FEM Analyse Hoher K-Faktor

==0 _ _— Miniaturisierungs-
i ’ f potential
i. Kompatibilitat

/ Kennlinie des 3-fach
) Sensors

Durchsteckschraube

N\ AN Y,

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000
Vorspannkraft M16 [N]

Pressemitteilung:01/2017

© 2018 CiS Forschungsinstitut fur Mikrosensorik GmbH

27. Windenergietage, 6.-8.November 2018, Linstow 11



Piezo-resistive Komponenten (DMS fiir Vorspannkraft)

Verspannungsdiagramm
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Piezo-resistive Komponenten (DMS fiir Vorspannkraft)

Referenz: Silizium Drucksensor
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Quelle: Info 3/2017
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Piezo-resistive Komponenten (DMS fiir Vorspannkraft)
Referenz: Silizium Drucksensor
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Quelle: Info 2/2014
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Piezo-resistive Komponenten (DMS fiir Vorspannkraft)
Referenz: Silizium Drucksensor

Bondverfahren Silizium auf.......
»>Stahl
mittels
>Glas »>Kleben
___ »Anodischen Bonden
>Silizium »SiliziumFusionBonding
»>Loten
>LTCC »Fugen mit Glasfritte
facano _ »>NT-Fugeverfahren
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Opto-elektronische Komponenten =C1S

Schnittstellen fur opto-elektronischen Systeme

Mess- Dat
grﬁﬁe/ )::grr]t?z::n er?rgbne?'lc-un I;:ij:g > Kallbrlerun> Justierung > Interface aten
-ort cloud

Sender- Empfanger- Strahler/Empfangerkomponente

Glasfaser
Membran
Biegebalken

Quelle: Info 02/2015
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Opto-elektronische Komponenten
- Fasergekoppelter Wellenlangensensor-

J44
Jd4d44

ij
A

(> Lichtquelle I: SLD 970 Lichtquelle II: LED basierend

Bragg-Gittern (2pm)

Photodiode
\> Samplerate: ....... 500kHz

» Hochempfindliches “Spektrometer” zur Detektion geringer Wellenlangenanderungen von Fibre

> Gestapeltes System mit Faserkoppelchip, semitransparente Photodiode, Filter, Referenz

<
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Semitransparente Photodiode
/T | Chipstapel mit Filter und

1 ]
Photodiode
(= p——.
I—‘—‘:l U )
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Quelle: H.-G. Ortlepp et. al ,,Kompakter Wellenlangensensor fur Hochgeschwindigkeitsauslese von Faser-Bragg-Gittern*“ MikroSystemTechnik Kongress 2017
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Opto-elektronische Komponenten

-Miniaturisierte Beleuchtungsmodule mit integrierter Stabilisierung-

{Z’)-wellenléingen UV- Lichtquelle mit:

- Kombination von drei LED (245, 265,
280 nm) auf der gleichen optischen
Achse

- Paralleler Emitterstrahl mit & 4 mm

- Integrierte Monitordiode (SiC) und

\ Ansteuerschaltung

Schematische Darstellung
der 3A-LED-Lichtquellen

—— 245 nm (x12)
—— 265 nm (x7)
—— 285 nm

optische Leistung normiert

: N
240 260 280
Wellenlénge [nm]

Gemessenes Ausgangsspektrum

L T
200 220 300 320

Mikro-Laserbeleuchtungen

—hochstabilen Laserbeleuchtungen
im Batchprozess

—Lasermodule mit Emissionswellenlangen®ij
von 670 nm und 850 nm, weitere auf

\ Kundenwunsch

VCSEL glass

micro lens  polarizer simulated
with spacer optional beam profile

b)

1/e*-beam diameter [um]

=)

0 500 1000
glas wafer thickness [pm]

1500

~N

J

Quelle: A. Winzer et. al ,,A miniaturized laser illumination module“ SPIE Optical Systems Design 2015
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Opto-elektronische Komponenten
-Sensor zur Detektion des Einfallwinkels von Licht-

( \ ( Funktionsprinzip

»Sensor mit Photodioden an abgeschragten
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Quelle: D. Mitrenga et. al ,,Micro Sensor for Detecting the Direction of Incoming Light” SmartSystemIntegration 2017
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Opto-elektronische Komponenten
-Faserkopplung mittels Si-Wafer-

« optisch aktive Chip wird auf Silizium Tragerwafer mit ICP-geatztem Loch fur
Glasfaser mittels Flip-Chip gesetzt
» elektrische Kontaktierungen befinden sich auf dem Tragerwafer

~ P
-

optisch aktives
Bauelement

Si-Trager

Glasfaser

\

/

Quelle: C. Moller et. al ,,Advanced chip package of a SNSPD” Europ(t)rode2018
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Opto-elektronische Komponenten
-Faserkopplung direkt an Photodioden-

Montage von Glasfasern in Silizium- Kavitaten mit integrierten 3D- Fotodioden -Endflachen

/—Justage der Detektoren und \

Zufuhrung <1 pm (Lithographie)
—Verringerter Justageaufwand

aufgrund der Flachendetektoren
—Position der Faser durch

Maskenoffnung definiert Spezifikationen:
—Detektion und Zufuhrung liegen auf

einer Ebene —Hohe Grenzfrequenz (bis zu 1 Ghz)
—Positionierung und Verklebung mit UV —250 pm Pitch Abstand

Kleber <1 pm —Hoher Integrationsgrad moglich
\ / —Chip zu Chip Kopplung /

Quelle: E. Markweg et. al ,Integration of a position photodiode for a micro multi laser tracker system” SmartSystemintegration 2013
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Opto-elektronische Komponenten
-Strahler- Empfanger-Plattform MORES-

-

k LEDs/ VCSELs

Photodioden/ -
array

~

/ Applikationsbeispiele

)
~

Application in automated high
precission scales

Alternative Applikationen
zZur
Lage-/Nivellierungs-
messung???

Quelle: H.-G. Ortlepp et. al ,,Mikrooptische Strahler-Empfanger-Module (MORES)“ 5. Chemnitzer Fachtagung Mikrosystemtechnik, 10/2001, Chemnitz, Deutschland
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5  Zusammenfassung Nutzen Sie die Vorteile

* Miniaturisierung (Korrosionsfestigkeit)
* Messung am Ort des Geschehens (in-line)
incl. Erfassung weiterer MessgroBen fur Prozess (Multisensorik)
* Verringerte Artefakte auf Prozess (elektr., geometr., therm., ..... Interface)
» Geringe Masse (Einschwingverhalten)
« Einsatz unter harschen Umgebungsbedingungen (neue Applikationsfelder)
* Verringerung von Quereinflussen (Kalibrierintervall)
« Signifikant hohere Signalmodulation
* Langzeitstabilitat (Material, Referenzen- Drucksensorik)
* Vor-Ort Fehlerkorrektur/-kompensation (Multisensorik)
» Reduzierter Leistungsverbrauch (autark)

* Drahtlose Datenubertragung
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